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Ausgangslage

Kupfer ist als Rohstoff knapp und teuer. Die Ver-
wendung von Aluminium in der Leiterplatte an-
stelle von Kupfer erméglicht dabei die Umstellung
auf kostenglnstigere und besser verfigbare Ma-
terialien. Dies reduziert den CO,-Fussabdruck bei
der Herstellung und schont wertvolle Rohstoffres-
sourcen. Angesichts des steigenden Bewusstseins
fir Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung bei
Verbrauchern und Unternehmen wird die Nach-
frage nach entsprechender
sichtlich stark zunehmen. Zudem hat die neue Lei-
terplatte ein geringeres Gewicht und es ergeben
sich weitere Vorteile hinsichtlich des Recyclings.

Elektronik voraus-

Projektziele
Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer Ober-
flachen- und Lottechnologie basierend auf der Sur-
face Mount-Technologie (SMT) flr die Herstellung
von flexibler Elektronik unter Verwendung von Alu-
minium als Leiterbahnmaterial zur Substitution von
Kupfer-Leiterplatten. Das Loten von SMT-Bauteilen
auf flexiblen Aluminiumleiterstrukturen basierend
auf der Kombination aus Oberflachenveredelung,
Lotpaste, Prozessfiihrung und Anlagentechnologie
existiert bisher nicht am Markt. Damit ergabe sich
fur die Elektronikfertigung ein neues Verfahren fur
die Oberflachenmontagetechnologie auf Alumini-
umleiterplatten. Zudem werden im Projekt entspre-
chende Langzeit-Prifverfahren und Designrichtlini-
en fur das Layout auf diesen neuartigen Substraten
entwickelt. Fir den Anwender ergaben sich folgen-
de Vorteile: Einerseits der Einsatz einer klimafreund-
lichen Technologie und andererseits neue Moglich-
keiten fir eine automatisierte, flexible Fertigung
von Leiterplatten am eigenen Standort, des Wei-
teren Einsparungen bei Logistik und Produktion.
Die im Projekt
ten Innovationen

,ALUSolder”  angestreb-
positionieren die beteilig-
ten Projektpartner als Vorreiter in der Branche.

Projektverlauf

Das Gesamtprojekt ist in sechs aufeinander folgen-

de Arbeitspakete gegliedert.

1. Definition der Anforderungsprofile, u. a. Festle-
gung der technischen Spezifikationen der herzu-
stellenden Leiterplatten (z. B. GroRe, Dicke, Lei-
terbahnbreiten und -absténde)

2. Ermittlung von Teststrategien: Identifikation und
Festlegung aller relevanten Testanforderungen
und Teststrukturen (Platinenlayouts) fir die Qua-
lifikation der Leiterplatten

3.Prozess- und Technologieentwicklung, grundle-
gende Eigenschaftsbewertung: Entwicklung und
Verarbeitung der Materialien und Prozesse fur
die Herstellung der Leiterplatten, Untersuchung
und Qualifizierung der Lotbarkeit der hergestell-
ten Oberflachen, Reflowprozessentwicklung und
grundlegende Bewertung der Reflowlotstellen

4. Charakterisierung des Langzeitverhaltens: Er-
stellung von anwendungsnahen Serienstruktu-
ren und Layouts fur die Durchflihrung von Lang-
zeittests und Entwicklung angepasster Test- und
Prifmethoden zur Bewertung des Langzeitver-
haltens der hergestellten Lotverbindungen

5. Transfer in den industriellen MaBstab: Definition
der Layoutanforderungen flr einen Demonstrator
und die Fertigung dessen

6. Projektdokumentation

Abbildung: Bestlickte und gelétete ALUSolder-Test-
leiterplatte



